SV werdbinger

PRODUKTE FUR DIE ELEKTRONIKFERTIGUNG

M Vertriebsbiiros
Baden-Wurttemberg = Hessen/Rheinland-Pfalz
Nordbayern m Stdbayern m Ostdeutschland m Osterreich

Technisches Datenblatt

Der Inhalt des Datenblattes wurde vom Hersteller Gtbernommen.

M WEIDINGER GmbH W Geschéftsfiihrer M Kontakt
RingstraBe 17 Pius Essig und Ruedi Ryser Telefon: +49 (0)8141 /36 36- 0
82223 Eichenau HRB 60470 Miinchen Telefax: +49 (0)8141 /36 36- 155

Deutschland USt-IdNr.: DE 811262551 info@weidinger.eu = www.weidinger.eu



Farbe:

Dichte:
[g/cm?]

Trockenzeit:

Dampfung:

Flachenwiderstand:

Bleistiftharte:
Einsatztemperatur:

Ergiebigkeit:

Allgemeines

Technisches Datenblatt
CRAMOLIN EMV-LACK
Art.-Nr. 124

kupferfarben

1,04

nach ca. 10 min staubtrocken

nach ca. 30 min Handhabung mdglich
Ofentrocknung moglich: ca. 30 min bei 70° C
60 - 65 dB bei 50 nm nach ASTM ES-7-83

< 0,25 WQuadrat bei 50 mm Schichtdicke
>9H

-40° Chis95° C

ca. 4 m%/l bei 50 mm

EMV-LACK ist en hochleitfahiger Kupferiiberzug, der eine ausgezeichnete Abschirmung
gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI) und Schutz gegen elektostatische Entladung
(ESE) bietet. Da es sich bel dem verwendeten Pigment um ein spezialbehandeltes Kupfer
handelt wird eine entsprechende Abschirmung schon mit dinneren Schichten erreicht, als dies
mit den Ublicherweise verwendeten Kupferprodukten moglich ist. Verschleil3 und extreme
klimatische Bedingungen (Hitze und Feuchtigkeit) haben nur minimalen Einflu} auf die

Abschirmleistung.

Anwendungsgebiete

Kunststoff-Computergehduse, Drucker, Tastaturen, Bildschirme, Magnetplattenlaufwerke,

Fernsprechanlagen,

Konsumelektronik, Gerdte aus Wissenschaft und

Reflexionsschicht auf Satellitenanlagen.

Medizin,
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Anwendung

EMV-LACK haftet auch gut auf glatten Oberflachen von Metallen, Glas und Kunststoffen -
kein Primer erforderlich. Er ergibt eine abriebfeste, schone metallische Schicht. Die zu
bespriihende Oberflache sollte sauber und trocken sein. Die besten Ergebnisse werden bel
einer Schichtdicke von 40 - 75 mm erzielt. In einigen Fallen kann bei geringerer Abschirmung
die Schicht auch dinner sein. Die Spraydose muf3 vor der Anwendung gut geschiittelt werden,
da sich das Pigment etwas absetzt. Bei der Anwendung als offener Lack muf vor dem
Umflllen sehr grindlich umgertihrt werden um das Kupferpigment homogen im Lack zu
vertellen. Bei langeren Pausen und Standzeiten ist ein wiederholtes Umrihren angezeigt.

Verdinnen

Unverdiinnt, ggf. je nach Verarbeitungsart 3-4 Teile EMV-Lack plus 1 Teil VERDUNNER
FUR EMV-LACK (G/G).
Die Gerate konnen auch mit VERDUNNER FUR EMV-LACK gereinigt werden.

Auftragen mit der Spritzpistole

Die besten Ergebnisse werden mit speziellen Sprihpistolen erzielt, mit denen Overspray auf
ein Minimum reduziert werden kann. Herkdmmliche Spriihsysteme mit Druckbehalter und
Propellerrihrwerk sind ebenfalls mdglich jedoch mit weniger guter Lackausnutzung. Fur
Prototypen kann das gut gemischte Produkt auch mit einer Saugbecherpistole aufgetragen
werden.

Anmerkung

Die in diesem Informationsblatt genannten Daten werden als zuverlassig erachtet. Der Inhalt
ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese
nicht in unserem EinfluR stehen. Anderungen die der Verbesserung dienen behalten wir uns
vVor.

Weitere Auskiinfte erhalten Sie von: M or gan
Chemische Produkte GmbH
Muhlacker Str. 149
75417 Mihlacker
Tel. 07041/96340
Fax. 07041/963429
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Die Auswirkungen aufRerer EinfliRe auf die Schirmdémpfungswerte — Messungen
nach der “Open Field Methode”

Zum Vergleich der Schirmdémpfungsleistung von elektrisch leitenden Materialien, wie
L eitlacken, aufgedampften Aluminium und stromlos aufgebrachten Metallschichten wird sehr
oft die Dua Chamber Methode angewandt. Bei dieser Methode befinden sich in einer
Kammer Stérquelle und Emfénger auf den beiden Seiten einer perfekt abschirmenden
Trennwand mit einer Offnung. Gemessen wird dann die Feldstarke bei einer entsprechend
beschichteten Probeplatte sowohl mit einem verschlossenen und freien Offnung.

Diese Dual Chamber Methode weist jedoch einen entscheidenden Nachteil auf. Die aktuelle
Schirmdampfung von beschichteten Kunststoffgehdusen wird in der Praxis voralem durch
undichte Stellen, wie z.B. Liftungsschlitzen, Kabeldurchfihrungen usw. und weniger von der
Abschirmwirkung der aufgetragenen Leitlacke beeinfluft. Diese Tatsachen werden bel der
Dua Chamber Methode nicht berlicksichtigt. Bei der “Open Field Methode”, die auf
Messungen an Standard-K unststoffgehausen basiert, werden diese Faktoren berticksichtigt.

In diesem Fall wird die Storquelle in das zu prifende Gehause gestellt und die Feldstérke der
ausgehenden Strahlung in einem Bereich zwischen 12 MHz und 1800 Mhz gemessen und
zwar vor und nach einem 30-Tage-Feuchtetest.

Folgende Abschirmmaterialien wurden getestet:

1.) Aluminium bedampfen Schichtstérke 2,5 und 5 nm

2.) Stromlos metallisieren Schichtstéarke Cu 1,4 mm und Nickel 0,4 mm
3.) Silberplattierter Kupfer-Leitlack = CRAMOLIN EMV-LACK

4.) Silberleitlack

Die Resultate der Messungen werden in den Abbildungen Nr. 1 - 3 dargestellt.

Folgende Ruckschllisse kbnnen aus den obigen Untersuchungen gezogen werden:

a.) Silberleitlacke weisen gegeniber stromlos aufgetragenen Metallschichten, aufgedampftem
Aluminium und silberplattierten Kupferleitlacken eine bessere Abschirmleistung auf. Die
Abschirmleistung der Ubrigen Systeme ist vergleichbar. (siehe Abb. 1)

b.) CRAMOLIN EMV-LACK und der Silberleitlack zeigen vor und nach dem Klimatest

ahnliche Abschirmungswerte, wohingegen die Werte bei stromlos aufgetragenen
Metallschichten und Aluminium deutlich abfallen. (siehe Abb. 2 +3.)



